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Plyty styropianowe GOLD fundament

Opis

Ptyty styropianowe GOLD fundament oznaczane
sg ponizszym kodem wg normy

PN-EN 13163:2004/AC:2006

EPS EN 13163
T1-L1-W1-81-P3-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3

Sa to piyty styropianowe uszlachetnione kompo-
zycjg zwigzkow hydrofobowych, ktére poprawiajg
wlasciwosci izolacyjne i zwiekszajg odpornos¢ na
dziatanie wody w cafej objetosci. Produkowane sg
na bazie innowacyjnego surowca PERIPOR firmy
BASF. Piyty styropianowe GOLD fundament majg
parametry speiniajagce wymagania nowoczesnej
izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych
warunkach, gdzie wyrdb jest w bezposrednim
kontakcie z wodg przez dtugi okres czasu w pota-
czeniu ze zmiang temperatury. Plyty mogg miec¢
réwniez bezposredni kontakt z gruntem i nie wy-
magajg dodatkowych zabezpieczen. Piyty styro-
pianowe GOLD fundament nadajg sie do stoso-
wania w miejscach, w ktérych obcigzenia nie
przekraczajg 40 kPa (4000 kG/mZ).

Zastosowanie

wierzchnia warstwa plyt moze pokry¢ sie zolta-
wym nalotem. W takim przypadku przed wykona-
niem warstwy zbrojgcej w systemach ocieplen
metodg lekka-mokrg warstwe te nalezy usung¢ za
pomocg drobnego papieru s$ciernego, tak, zeby
nie byto na powierzchni ptyt luznych czgstek osta-
biajacych przyczepnosé kleju do styropianu.

Do przyklejania ptyt styropianowych GOLD fun-
dament stosowac klej poliuretanowy do styropianu
Platinum SP-KPS (razem z igcznikami mecha-
nicznymi, z wyjatkiem warstw znajdujgcych sie w
gruncie) lub klej do styropianu Platinum SP-KS.
Do wykonywania warstwy zbrojgcej stosowaé klej
uniwersalny Platinum SP-KU oraz siatke Platinum
SP-S145 lub SP-S170.

Uwaga

Nie stosowaé ptyt w bezposrednim kontakcie
z substancjami dziatajgcymi destrukcyjnie na poli-
styren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton,
benzen, nitro), itp.

Pakowanie, przechowywanie, transport

 izolacja cieplna $cian zagtebionych w gruncie

 izolacja cieplna $cian piwnic i fundamentow

* izolacja miejsc mocno zawilgoconych, gdzie
materiat izolacyjny musi by¢ odporny na dzia-
tanie wody

Wykonanie

Po przymocowaniu do $ciany zewnetrznej, ptyty
nalezy niezwtocznie przykry¢ warstwa elewacyjna;
warstwg zbrojgca i tynkiem w systemach ocieplen,
ptytami elewacyjnymi w $cianach tréjwarstwo-
wych, warstwg izolacji wodochronnej lub ziemig
w celu ochrony styropianu przed bezposrednim
oddziatywaniem  warunkéw  atmosferycznych
(promieniowanie UV), ktére destrukcyjnie wptywa-
ja na powierzchnie styropianu. Plyty GOLD fun-
dament, majg podwyzszong odpornos¢ na dziata-
nie promieniowania UV, jednak w przypadku diu-
gotrwatej ekspozycji na czynniki atmosferyczne

Piyty styropianowe GOLD fundament sg dostar-
czane wylacznie w oryginalnych opakowaniach
Producenta. Opakowania opatrzone sg etykietg
zawierajacg: nazwe wyrobu, nazwe Producenta
i nazwe zaktadu produkcyjnego, date produkcji,
numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2004, kod
wedtug tej normy, deklarowane cechy techniczne.

Piyty styropianowe GOLD fundament nalezy
przechowywaé w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami i oddziatywaniem warunkéw at-
mosferycznych.

Dokumentacja techniczna

* PN-EN 13163:2004/AC:2006

* Rekomendacje Techniczne i Jakosci Instytutu
Techniki Budowlanej RTQ ITB-1059/2006

» Certyfikat zgodnosci ITB-851/W

» Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0871/02/2006
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Deklarowane wiasciwosci ptyt styropianowych GOLD fundament

Karta techniczna

Wiasciwosci Deklarowana klasa lub poziom
Klasy tolerancji wymiarow:
e grubosé T1 (1 mm)
e dlugosé L1 (£ 3 mm lub £ 0,6%%)
e szerokosé W1 (£ 3 mm lub £ 0,6%%)
e prostokatnosé S1 (x5 mm /1000 mm)
¢ plaskosc P3 (20 mm)
Poziom wytrzymato$ci na zginanie BS250 (= 250 kPa)
Poziom naprezenia sciskajacego przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)200 (=200 kPa)

Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 (0,5 %)

Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgot-

- < 0,
nosci (temp. 70°C, 48 h) DS(70,-)2 (2 %)

Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia sciskajacego i temperatury DLT(1)5 (£5 %)

Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu WL(T)3 (23 %)
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap, w temp. 10°C < 0,033 W/(m-K)
Wsp6tczynnik przewodzenia ciepta z RTQ ITB )\RTQ**) 0,031 W/(m-K)
Klasa reakcji na ogieh E

* warto$é, ktéra daje wieksza tolerancje
**) \rro - $redni wspélczynnik przewodzenia ciepta, uzyskiwany w Laboratoriach firmy Termo Organika w ramach Zaktadowej Kon-
troli Produkcji (w $redniej temp. 10°C, warunkach suchych, na prébkach grubosci 50 mm)

Deklarowane wartosci oporu cieplnego Rp, w zaleznosci od grubosci ptyt GOLD fundament

Grubo$¢,mm 10 1 20 £ 30 i 40 : 50 60 i 70 : 80 : 90 {100 : 110 : 120 : 130 : 140 : 150 : 160 = 170 : 180 | 200

Ro, mK/W 0,30 0,60 090 120 150 180:210 240:270:3,00 330 360390 420 450 480 515 545 6,05

llo$¢ ptyt w paczce, objetos¢ paczek i powierzchnia w opakowaniu dla poszczegélnych grubosci pityt. Standardowy
wymiar ptyt GOLD fundament: 1000 mm x 500 mm

Grubo$¢,mm 10 {20 { 30 40 50 60 ; 70 | 80 ; 90 | 100 ; 110 120 | 130 ; 140 150 160 ; 170 | 180 | 200

llo$¢ ptyt w paczce

(s2t) 60 1 30 20 15 {12 {10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3

Piyty gfadkie

Objetos¢ paczki

(m?) 0,300 0,300:0,300:0,300 0,300:0,300:0,280:0,280:0,270:0,300:0,275: 0,30 :0,260:0,280 0,300:0,240:0,255:0,270:0,300

Powierzchnia ptyt

W paczce (m?) 30,00:15,00 10,00; 7,50 : 6,00 . 5,00 : 4,00 3,50 ; 3,00 3,00 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 150 150150 1,50

Ptyty frezowane

Objetos¢ paczki

(m?) 0,284:0,284:0,284:0,265 0,265:0,256 0,284 :0,260:0,284:0,246:0,265:0,284 0,227 :0,241 0,256 :0,280

Powierzchnia ptyt

W paczce (m?) 7,10:5,68 473:379:331:284:284 237 237189 1,89 189142 142 142 142

Biura handlowe: Mielec: tel.: 17 773 91 57, fax: 17 773 91 51
Glogow: tel.: 76 835 71 20, fax: 76 835 71 40
Siedlce: tel.: 25 631 02 07, fax: 25 631 02 09

e-mail: styropian@termoorganika.com.pl

Termo Organika Sp. z o0.0.
ul. Bolestawa Prusa 33, 30-117 Krakéw
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